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【内容摘要】   二战后，日本半导体产业经历了从晶体管到集成电路的发展轨迹，经过在 20 世纪 70、

80 年代的努力，半导体技术水平超过此前一直处于世界引领地位的美国。为了打压日本，美国采取强力

的压制措施，结果引发了由其主导的激烈的日美半导体贸易摩擦。经过两次“日美半导体协议”的签署， 

20 世纪 90 年代美国获得了“日美半导体战争”的全面胜利，尽管如此，日本的半导体产业并没有被彻底

摧毁，依然在世界市场中占有相当份额。半导体贸易摩擦，是日美间一系列贸易摩擦和高技术摩擦中最

引人注目的一环。日美半导体贸易摩擦其实质是美国对后发国家高技术发展的限制，双方的措施、谈判

交涉及最后结果，都对中国有重要的启示。
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日本半导体产业发展

与日美半导体贸易摩擦

2018 年 4 月，中兴通讯公司事件发生后，立

即引起了中国广大公众对半导体芯片技术的高度

关注，也激发了中国半导体科技工作者发愤图强

攀登芯片技术高峰、尽早摆脱“核心技术受制于

人”现状的决心和意志，并且正在取得令人振奋

的进展。在这个时候，回顾一下战后日本半导体

产业赶超美国和遭遇日美间异常激烈的半导体贸

易摩擦的历史，对我们思考如何促进中国芯片技

术更快发展和如何应对美国对中国最重要半导体

企业进行的围堵和封杀，可望有一定参考价值。

一、日本半导体产业的发展：从晶体管到集

成电路

（一）日本的晶体管技术及相关产品的发展

1947 年在美国贝尔实验室制造成功第一个晶

体管
①

，1950 年“日本电气”（NEC）紧跟通产省

电气试验所开始了晶体管研究。1952 年“神户工

业” ( 以后与富士通合并 ) 从美国 RCA 公司引进晶

体管技术。1953 年一家员工人数不到 10 名的“东

京通信工业”小公司努力争取到外汇，从美国西

①晶体管（transistor）是一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能，在很多场合“晶

体管”一词多指晶体三极管，但一般而言晶体管泛指各种以锗、硅等半导体材料为基础的单一元件，包括晶体二极管、晶体三极

管、场效应管、可控硅等。

本刊专稿
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部电气（WE）公司引进晶体管生产专利，1954

年“东京通信工业”和“神户工业”开始生产晶

体 管。1955 年“东 京 通 信 工 业 ” 首 先 制 成 袖 珍

型晶体管收音机投放市场，刺激了日立、三菱电

机、日本电气（NEC）、冲电气（OKI）、东芝、三

洋等电气电子大企业纷纷从美国 RCA 和西屋电

气公司引进晶体管技术，并通过认真消化吸收所

引进的技术，开发各种采用晶体管的消费电子产

品。随着收音机等消费电子产品逐渐进入大量消

费刺激大量生产的循环，加之当时日本的劳动力

价格很便宜（东京电子厂的日本工人月薪还不到

30 美元，而美国技术工人的月薪为 380 美元），致

使日本的晶体管及采用晶体管的收音机等电子产

品在规模效益的作用下价格迅速降低（例如 1954

年“东京通信工业”制造的晶体管价格为 10 多

美元 / 个，到 1958 年降到 0.5 美元 / 个），
[1]

并迅

速打开晶体管收音机等电子产品在美国市场的销

路。1957 年日本政府颁布了《电子工业振兴临时

措置法》(1957-1971 年 )，限制外资进入日本，以

保护本国市场，引导和扶植日本半导体产业的发

展。1958 年“东京通信工业”正式改名为“索尼”

（Sony），这是一个日式的英文名字，在一个时期

往往使消费者误认这是一家美国公司，而这种误

认恰恰是索尼公司所需要的，因为它使索尼公司

更便于在当时存在轻视日本企业倾向的美欧诸国

市场开展营销活动。1960 年日本晶体管的年产量

突破 1 亿个，连续第二年超过了晶体管技术的发

源地美国。
[2]

20 世纪 60 年代初 , 日本一些大企业纷纷开始

晶体管的生产。同时 , 日本企业还派出一批批技术

人员到美国半导体企业参观学习，而美国则采取

全面公开专利的技术输出政策 , 不仅将晶体管专利

卖给日本 , 还向日本人传授晶体管生产中的窍门。

在晶体管时代，美国对日本确实“很大方”和

“无防备”，其政治原因在于日本是美国的同盟国，

美国希望将日本建设成阻遏共产主义势力的“防

波堤”，因此在军事、科技等各方面大力扶植日

本；其经济原因在于当时日本经济比美国落后很

多，使美国人认为日本还远不是美国的竞争对手；

其技术原因在于晶体管发明后，美国半导体科技

人员都在构思和研发能把晶体管等电子元件集中

制作在一块半导体衬底上的新技术，预见到晶体

管时代终将过去（当然不是晶体管不再有用），设

想中的超小型固体电路（当时还没有“集成电路”

这个统一的名称）才是未来的主流，因此对日本

在晶体管这个“过渡性”技术领域赶超美国不是

很担心；其军事原因在于美国主要关注晶体管在

军事领域的用途，
①

美国的半导体企业一心盯着军

方订单，对于日本企业倾力打造利用晶体管的大

众化民生用产品不大关心。

（二）日本的集成电路技术及相关产品的发展

打开晶体管收音机的匣子，人们可看到插有

晶体管、电阻、电容等元件的印刷电路板。早在

20 世纪 50 年代，就有人提出把晶体管等各种元件

组成的电路进一步缩小到单块半导体芯片中，比

如英国国立雷达研究所、美国无线电公司、贝尔

实验室、IBM 公司、日本通产省研究机构、美国

德州仪器公司、麻省理工学院等研究单位的科技

人员先后提出了各种各样将多个元件集成到一块

芯片上的尝试方案，但都没有成功。然而，随着

计算机系统变得越来越复杂，工程师们迫切需要

找到更简单的方法来“集成”他们所使用的数百

至数千个晶体管等元件。 

与工程师们相比，美国国防部对把晶体管等

众多电子元件集中制造在单块固体上的愿望尤为急

迫，这是因为美国与苏联在探索宇宙空间和研制洲

际弹道导弹方面展开了激烈竞赛，急需实现电子设

备的小型化、轻量化和高可靠性，因而对实现超小

型固体电路（即半导体集成电路在当时的另一种表

述）产生了浓厚兴趣，特别是美国空军提供大量资

金委托一些企业进行研发，以致在 1958 年至 1960

年各公司试制出各种五花八门的超小型电路，但它

们大多是缩小了的印刷电路板，并没有真正将各种

元件组成的电路制作到同一块半导体芯片上。1958

①例如号称“电子罐头”的导弹就是晶体管的重要“用户”，一枚“大力神”导弹需要 3000 个晶体三极管，12000 个晶体二极

管，加上地面控制装置，总共需要几万个半导体元件。（参见中国社会科学院日本研究所《日本经济的活力》课题组编：《日本经济

的活力》，北京：航空工业出版社，1988 年版，第 270 页）
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年 9 月，美国德州仪器公司的杰克·基尔比在一块

半导体锗的衬底上蚀刻形成包括晶体管、电容器、

电阻器等元件的电路，他用几根凌乱的黄金导线

（“飞线”）将独立的元件连接到一个电路中，制成

了世界第一块集成电路。1959 年 3 月德州仪器公

司发布了基尔比的“固体电路”概念，
[3]

新发明的

第一个客户是美国空军。
[4]

然而“飞线”（元件之间的导线与锗材料衬底

未连成一体）互连不是一种实用生产技术，难以

投入大量生产。当德州仪器公司的基尔比在锗晶

片上研制集成电路时，仙童公司的罗伯特·诺伊

斯已经预见到半导体硅的商业性前景要远远超出

半导体锗（1955 年高纯度的硅单晶提炼技术已成

熟，可以用来替代昂贵的锗材料），并创造性地在

一片硅衬底的氧化膜上制作出铝条连线，使元件

和导线合成一体，从而发明了适于大量生产的、

采用平面制作工艺的硅集成电路。由此，集成电

路有了两个基本专利，其一是基尔比的作为“世

界上第一块集成电路”（锗集成电路）专利，尽管

被评价为“设计不实际”，不适于大量生产（当

然也能够制造），但毕竟是开创了集成电路的先

河；其二是诺伊斯的“平面工艺”硅集成电路专

利，
①

其后世界半导体工业所应用的都是基于硅的

集成电路。有鉴于此，基尔比专利与平面工艺专

利（诺伊斯的）至今仍是两个最基本的集成电路

专利。

如前所述，晶体管最初被用于取代真空管制

造便携式半导体收音机（当时这种收音机本身就

简称为“半导体”），比如五管半导体收音机使用

了 5 颗晶体管，而集成电路就是将晶体管等电子

器件缩小缩小再缩小，“集成”到如同手指甲大小

的单块半导体芯片（其面积基本上未变）上，使

单块芯片上所容纳的电子元件的数目即“集成度” 
②

越来越高，从最初在芯片上刻制数十个，一直发

展到刻制数百、数万、数百万、数千万、数亿乃

至数十亿个晶体管等电子器件，形成小规模、中

规模、大规模、超大规模、超超大规模集成电路

（常被称为“芯片”），被广泛应用于数控机床、

家用电器、智能手机、汽车电子设备、机器人、

飞机、导弹、航天器等等。与使用分立的晶体管

等元件制造的电路相比，集成电路的主要优点是

成本低，性能高。成本低是因为大量晶体管等元

件都是通过光刻法一次“印刷”在单块硅片上，

而不是一次制造一个晶体管，封装的集成电路显

然比分立的晶体管电路使用材料要少得多；性能

高是因为集成电路上的晶体管等元件的尺寸很小

且相互靠得非常近，因此可快速切换并消耗较少

功率。集成电路的主要缺点是为设计它们所需的

光掩模的制造成本很高，这种高昂的初始成本意

味着集成电路仅在具有很大预期产量和销量时才

值得生产，这意味着投资风险很大。

在 20 世纪 50 年代后期美国研究集成电路的

目的非常明确而紧迫，这就是大力促进洲际导弹、

人造卫星、军用飞机等装载的电子设备的轻量化

和超小型化，而当时日本对集成电路不存在如此

明确而紧迫的军事需要，至于集成电路在民生产

品领域有何应用，也缺乏明确的思路，日本只是

通过发展晶体管及晶体管收音机等的已有经验，

觉得紧跟美国没错，美国干什么日本也要干什么。

最初开展集成电路研究的是上述电子技术综合研

究所，该所在 1961 年拿出集成电路试制品。同年

三菱公司也发表了类似的试制品，这是该公司对

美方于 1960 年赠送给访美人员的一块集成电路样

本进行“彻底解剖”“反求原创设计”而研制成功

①硅平面技术就是利用研磨、抛光、氧化、扩散、光刻、外延生长、蒸发等一整套平面工艺技术，在一小块硅单晶片上同时

制造晶体管、二极管、电阻和电容等元件，并且采用一定的隔离技术使各元件在电性能上互相隔离，然后在硅片表面蒸发铝层并用

光刻技术刻蚀成互连图形，使元件按需要互连成完整电路，制成半导体单片集成电路。随着单片集成电路从小、中规模发展到大

规模、超大规模集成电路，平面工艺技术也随之得到发展。例如，扩散掺杂改用离子注入掺杂工艺；紫外光常规光刻发展到一整

套微细加工技术，如采用电子束曝光制版、等离子刻蚀等；外延生长又采用超高真空分子束外延技术；采用化学汽相淀积工艺制

造多晶硅、二氧化硅和表面钝化薄膜；互连细线除采用铝或金以外，还采用了化学汽相淀积重掺杂多晶硅薄膜和贵金属硅化物薄

膜，以及多层互连结构等工艺。

②集成电路的集成度是指单块芯片上所容纳的电子元件的数目，集成度越高，所容纳的元件数目越多。

日本半导体产业发展与日美半导体贸易摩擦
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的。其他电机电子大企业如日立、东芝、神户工

业等公司在 20 世纪 50 年代曾经从美国的半导体

公司引进过晶体管，这次又一轮追赶无非是通过

熟门熟路，再次从美国 RCA 公司引进集成电路技

术。然而，日本不同半导体企业在追赶路径的选

择上却出现了分歧，对于在锗晶体管方面发展顺

利、对此项技术“陷得很深”
①

的日立、东芝、松

下、索尼等公司来说，面对硅集成电路这项新技

术反应比较迟钝，起步不够顺利，而日本电气等

公司虽然在锗晶体管方面落后了，却因为这种落

后而“较少迷恋锗晶体管技术”，及早抓住硅技术

进行研究，结果在半导体工业从“以锗作为基本

材料”阶段向“以硅为基本材料”新阶段的“转

型”之际表现得比较主动。1963 年日本电气公司

从美国仙童公司引进了硅平面技术专利，而当其

他致力于发展锗晶体管的日本公司转过身来发展

硅集成电路的时候，日本电气“按照规矩”向国

内同行公司索取专利特许费，当然这笔特许费是

要转给仙童公司的，但日本电气可留下 10% 作为

管理费。
[5]

1965 年日本电报电话公社（NTT）推动用于

通讯设备的大规模集成电路技术的研发，NTT 召

集多个半导体制造商参与研发集成电路的共同合

作，对产品质量以及可信度测试都设置了严格标

准。同年，大型电子交换机 DEX-2 研制成功，这

是 NTT 与日立、东芝、NEC、富士通、三菱电机

等多个集成电路企业合作的第一个项目，NTT 在

其中扮演了召集企业合作开发，监督和建立合作

竞争规则以及向企业转移先进技术的角色。

1964 年 , 美国 IBM 公司发表了大幅度采用集

成电路（IC）的第三代计算机 360 系列。台式计

算机“IC 化”的结果 , 使这种靠键盘输入的计算

机大大缩小了体积。这个看来不大起眼的产品改

进 , 却对日本集成电路工业发展起到了十分重要

的助推作用。这是因为采用 IC 和大规模 集成电路

（LSI）, 使台式计算机变成了小巧玲珑、适于携带

的个人用计算器 , 激发了日本极大的民用市场需

求，进而刺激了日本 IC 工业的发展。

1970 年，美国英特尔公司开发出了一款可替

代磁芯
②

用于计算机内存的半导体存储器——仅

有 1K 存储容量的动态随机存取存储器（DRAM）

C1103，
③

成为全球最畅销的半导体芯片。同年美

国 IBM 公司在新推出的 S370/158 大型计算机上，

也开始使用 DRAM 内存。到 1974 年，英特尔占据

了全球 DRAM 市场的份额高达 82.9%。1971 年英

特尔公司又研制成功世界上第一个微处理器 4004， 

该芯片集成了两千个晶体管。英特尔公司在推出

了 4004 之后，经过应用实践，不断推陈出新，于

1973 年正式推出了 8 位微处理器 8008
④

及其改进

型号 8080。这种芯片大约集成了 4800 个晶体管，

运算速度比首个微处理器 4004 快 20 倍，它与另

一块最初仅有 256B 容量、后来才增加为 4KB 的存

储器芯片构成了世界第一台微电脑“牛郎星”。英

特尔推出并垄断动态随机存取存储器和微处理器

技术，使日本半导体企业感受到又一次冲击，立

即开始了继晶体管、集成电路以来的第三轮穷追

猛赶。1971 年日本电气公司（NEC）紧跟英特尔，

也推出了自己的 DRAM 芯片，不过技术一直落后。

微处理器出现后，集成电路产品形成了两大

类型，一类即微处理器，它起到运算和控制作用；

一类是存储器，它起到记忆作用，两者配合就具

有了计算机的主要功能。集成电路水平提高的主

要标志就是“集成度”（大规模集成电路 LSI 的集

成度为几千，其后发展起来的超大规模集成电路

①例如在发展鍺晶体管方面进行得很顺的东芝公司生产的汽车收音机用的晶体管方面竟占到号称“车轮子上国家”美国的车用

晶体管市场的一半以上。

②早期的计算机最常见的存储器是各种磁芯制成的。这种磁芯存储器已被半导体存储器所取代。

③动态随机存储器即 DRAM 是可以自由地读（出）写（入）的半导体存储器，用作为“记忆元件”，是计算机不可缺少的电子

元器件。

④当时，日本著名的手表企业精工舍为开发石英电子表，委托英特尔公司制作高级计算器用的 LSI，英特尔建议精工舍采用正

在研制的 8008，精工舍接受了这个建议并派人参加了8008 的开发。参见久野英雄：「とのことがわかる本」，东京：实业出版社，

1984 年版，第134 页。
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VLSI 的集成度为十万以上）。集成度的提高在微

处理器和存储器这两种不同类型的集成电路上有

着不同的体现，在微处理器上主要体现为运算功

能 从 4 位 提 高 到 8 位、16 位、32 位 ……; 在 存 储

器上主要表现为记忆容量从 1K（1024）位提高到

4K、16K、64K、256K、1M……， 在 硅 单 晶 圆 片

（简称“晶园”）的直径上主要体现为从 2 英寸出

发， 扩 大 到 3 英 寸、4 英 寸、5 英 寸、6 英 寸、8

英寸直至 12 英寸……（生产工厂也相应地越来越

大规模化）。 20 世纪 70 年代以来日美两国在集成

电路技术领域的较量正是围绕着集成度和成品率、

特别是用途最广、产量最大的存储器的记忆容量

而展开的。

为了赶超美国的先进技术和推动日本半导体

技术的发展，通产省把六家半导体计算机公司

组成了三个配对组：富士通与日立、日本电气

（NEC）与东芝、三菱电机与冲电气，在 1972 年至

1976 年期间每个配对组获得了约 2 亿美元的政府

补贴。同年，通产省和日本电子工业协会促使十

大半导体厂商中形成一个大规模集成电路（LSI）

卡特尔，
①

其目的是使 LSI 基本结构和封装标准

化，精简和规范制造过程，并开发 LSI 测试设备。

日本政府通过步步为营的市场保护政策和积极有

效的产业政策，促使松下、东芝、日本电气、日

立、三菱、索尼等一批大而全的电子财团（半导

体仅是这些大公司内的一个部门）迅速崛起，日

本半导体产业在国际市场上的份额急剧上升， 1975 

年日本半导体产业的产值达 12.8 亿美元，占全球

的 21%，成为全球第二大半导体生产国。

1976 年至 1980 年，由日本通产省牵头，日

本最大的五家计算机公司富士通、日本电气、日

立、东芝和三菱电机及通产省所属的电子技术综

合研究所组成“超大规模集成电路（VLSI）技术

研究组合”（以下简称“组合”），通过共同研究

集成电路的基础技术——微细加工技术，实现了

突破 1 微米加工精度的目标，这意味着日美半导

体产业迎来了从日本“落后于美国”到“领先于

美国”的一个转折点。1980 年初日本开始生产

64KDRAM，比美国早了半年，首先进入了超大规

模集成电路（VLSI）时代。1984 年 磁带录像机

（VTR）的普及，有力地牵引了日本半导体市场的

增长。同年日本先于美国研制成功 100 万位（即

266K 位的 4 倍）随机存储器（DRAM）。1985 年日

本电气占全球半导体产品销量的首位，其后几年

间日本电气、东芝、日立制作所连续占全球半导

体产品销量前第三位 , 且于 1986 年首次超过美国

成为世界最大半导体生产国，美国半导体产业收

入在全球半导体产业总收入中所占的比重由 1978

年的 55% 下降到 1986 年的 40%，而同期的日本

由 28% 上升到 46%。1987 年由于日本半导体产品

的价格优势及其几乎达到 100% 的成品率，使日本

生产的 DRAM 在全球市场所占份额达到 80%。截

至 1990 年，日本半导体企业在全球前 10 名中占

据了 6 席，在前 20 名中占据了 12 席。总之，在

1990 年前日本的半导体产业虽然受到石油危机等

引起的经济景气波动的影响，但基本上乘着经济

高速增长和稳定增长的顺风得以迅速成长起来。

作为工业化的成功者，日本在 20 世纪 80 年

代利用其雄厚的工业技术基础，达到了领先世界

的水平，这意味着日本已经拥有迎接信息化时代

的物质基础。但是，在 1986 年末至 1991 年初的

所谓“泡沫经济”崩溃以后，20 世纪 90 年代以

来日本经济进入了长期低迷状态，在这个背景下，

由于缺乏创新与开拓精神，日本在 1990 年代兴起

于美国的、以互联网应用为标志的信息技术（IT）

革命中落伍了，日本的国际竞争力世界排名大幅

下降。 1999 年日本在个人电脑和互联网的普及率

方面，分别占世界第 20 位和第 22 位（一个 GDP

居世界第二位的经济大国，信息化水平居然落在

第 20 位），明显地反映了日本未能利用好已经具

备的、迎接信息化时代的物质基础，反而在信息

化方面日趋滞后，连带着就是作为信息技术基础

性产品的半导体芯片产业也走了下坡路，日本半

导体产品占全球半导体市场的份额从 1990 年的 

①卡特尔（cartel）由一系列生产类似产品的独立企业所构成的组织，是包括垄断联盟、企业联合、同业联盟等在内的垄断组织

形式之一，其目的是提高该类产品价格和控制其产量，以便垄断市场，获取高额利润，通过在商品价格、产量和销售等方面订立协

定而形成同盟。参加这一同盟的成员在生产、商业和法律上仍然保持独立性。根据美国反托拉斯法，卡特尔属于非法。
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50％下降到 2000 年前后的 20％左右。
[6]

日本半导体企业一方面为了降低生产成本，

将生产据点转移到新兴工业国家，另一方面在半

导体技术升级方面着力不够、作为不大，而美国

的半导体企业则大幅改变经营战略，气势汹汹、

卷土重来。首先是美国企业夺得了微处理器、移

动电话使用的通信集成电路、可编程逻辑器件

（PLD/FPGA）
①

等 高 附 加 价 值 尖 端 产 品 的 优 势。

1992 年美国芯片产业从日本夺回失去的市场份额，

与日本同为世界最大的芯片出口国。同时实现了

美制集成电路在日本市场占有率提高到 20% 的目

标。1993 年美国取代日本再度成为世界最大的芯

片出口国，1994 年美国的英特尔公司占据了全球

半导体销售额的首位。2000 年在全球 287 条 6 英

寸芯片生产线中，日本占比为 43%，高于美国的

29%，在全球 252 条 8 英寸的芯片生产线中，日本

占比为 26%，低于美国的 31%，
[7]

这说明在日本

经济长期不振的背景下，日本半导体企业开始表

现出对支持芯片技术进一步升级和投资建设日趋

昂贵的晶圆厂的“无力感”，同时也意味着日美半

导体产业又从日本“领先于美国”到“落后于美

国”的转折点。由于日本半导体产品过于集中在

随机存取存储器（DRAM）上，而 DRAM 并不是

很难的技术，韩国和台湾地区采用“技术 + 人才”

引进的发展模式（特别是韩国半导体企业十分善

于从日本半导体企业挖人才），很快掌握了日本

的技术，这时韩国等亚洲国家或地区的廉价劳动

力优势就突显出来，日本半导体产业受到了“前

门有虎后门有狼”的两面夹击压力（其实，韩国

与台湾地区芯片产业的发展都得到了美国的支持，

因此无论是“虎”还是“狼”，身后都是美国）。

随着亚洲（主要是韩国、台湾地区）在 DRAM 存

储器这种普及型批量生产型半导体产品方面对日

本企业展开猛烈追赶，韩国最重要的半导体企业

三星和海力士迅速崛起。与此同时，1987 年台湾

积体电路公司（简称“台积电”）提出“代工”

（Foundry）模式，即代工企业不搞设计，而是接受

芯片设计企业的委托，专做芯片制造工艺，逐渐

使集成电路产业形成为由设计业、芯片制造业和

封装测试业“三足鼎立”的局面，
②

而首创代工模

式的台积电经过不断发展，成为迄今全球最大的

晶圆代工企业。

进入 21 世纪，智能手机的市场迅速扩大，成

为电子产业十分重要的角色，在技术和需求两方

面牵引半导体产业的发展。对于世界半导体市场

的巨大变化，日本半导体企业的应对很不充分，

导致日本半导体产业的相对优势进一步动摇，不

得不进行事业拆分和重组。原来的东芝、富士

通、NEC、日立和三菱公司都拥有强大的前存储

器 / 系统级芯片（或称“芯片上系统”）部门，经

过事业拆分和重组后，2003 年 4 月日立、NEC 和

三菱的芯片部门合并成立“瑞萨科技公司”。2015

年 3 月富士通和松下两家公司的系统 LSI 业务部

门合并成立索喜（Socionext）公司。东芝公司没

有拆分，依然保持着原有半导体部门。日本的半

导体厂商虽然所剩无几，但在某些专业性很强的

产品市场占有优势，如瑞萨科技是无线网络、汽

车、消费与工业市场设计制造嵌入式半导体的全

球领先供应商，索喜公司以提供“芯片上系统”

为中心的半导体产品和服务作为发展方向，在

视 频、 成 像（Imaging） 和 光 纤 通 信 网 络 等 领 域

（OpticalTransportNetwork） 占 有 优 势， 东 芝 则 是

2017 年制造内存芯片等产品的世界十大半导体厂

商之一。然而，日本的半导体产业作为一个整体，

在全球半导体市场被评价为“不再重要”。
[8]

不过

需要指出，物联网可能成为下一个牵引日本半导

体产业发展的动力，或者说日本可能成为物联网

（IoT）芯片比较理想的生产基地。

再者，如果从包括半导体产品制造业、半导

体设备制造业和半导体材料制造业在内的广义的

半导体产业角度看，需要特别提及日本晶圆片制

造技术和生产方面的优势。晶圆（wafer）是制造

① PLD 是可编程逻辑器件（Programable Logic Device）的简称，FPGA 是现场可编程门阵列（Field Programable Gate Array)

的简称，两者的功能基本相同，只是实现原理略有不同，所以人们有时忽略两者的区别，统称为可编程逻辑器件或 PLD/FPGA。

②在“代工”（Foundry）模式出现之前，集成电路大企业多采用与“集成制造模式”（IDM），从电路设计、芯片制造工艺到封装

测试都由本企业完成，代工模式出现后，集成电路产业分化为两大模式，即“集成制造模式”（IDM）和“代工”（Foundry）模式。
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各式电脑芯片的基础，是制造技术门槛极高的尖

端高科技产品，全球只有大约 10 家企业能够制

造，市场基本被日韩厂商垄断，其中前五大硅晶

圆供货商全球市占率达到了 92%，它们分别是日

本信越半导体（市占率 27%）、日本胜高科技（市

占率 26%）、台湾环球晶圆（市占率 17%）、德国

Silitronic（市占率 13%）、南韩 LG（市占率 9%），

这意味着日本硅晶圆厂商占全球硅晶圆市场的一

半以上（53%），尤其是日本信越半导体和日本胜

高科技这两家企业生产的大尺寸硅片（200 毫米和

300 毫米）
①

则占全球的 70% 以上，形成绝对垄断

和极高的技术壁垒。
[9]

 

总之，“世界老大”美国并没有能力也没有

意图凭借半导体和高科技“战争”彻底摧垮日本

（何况日本是美国的同盟国），经历了二十年经济

低迷状态的日本，直至 2010 年依然是世界第二经

济大国；同样，“世界老大”美国并没有能力也没

有意图彻底摧垮老二日本的半导体产业，经过两

次“美日半导体协议”，日本的半导体产业（包括

半导体制造设备和硅晶圆材料产业）并没有被彻

底摧毁，东芝依然名列世界半导体企业销售额第

七名，特别是日本制造的硅晶圆占全球硅晶圆市

场的 52%，而美国和欧洲各占 15%。广义的半导

体至今仍然是日本出口的一大支柱，也是日本企

业海外投资的一大主力。

二、日美半导体贸易摩擦和高技术摩擦

在 20 世纪 50~60 年代，美国半导体公司聚焦

于军事用途，在半导体技术创新方面处于领先地

位，日本的半导体产业虽然在技术发明和创新方

面没有取得任何重大突破，却在民生领域中发掘

半导体新技术广泛应用潜力方面做出了贡献。经

过在 20 世纪 70、80 年代的努力，日本的存储器

等集成电路半导体技术水平超过了作为晶体管、

集成电路诞生地的美国，引发了激烈的日美半导

体贸易摩擦。在此背景下，半导体贸易摩擦成为

当时日美媒体炒作的一个热门话题，日本向美国

派遣大批技术人员，收集各种资料情况、数据图

纸，紧追美欧科学家和技术骨干搜集情报，引起

美欧国家的不满，这也成为日美半导体摩擦的一

个原因。1978 年《财富》杂志发表了题为《美国

硅谷的日本人间谍》的文章。1983 年《商务周刊》

杂志发表题为《芯片（半导体）战争·日本的威

胁》的长篇专辑，罕见地以“半导体战争”来形

容日美半导体摩擦之激烈程度。在日本也出现了

不少以“日美半导体战争”为题的文章和书籍，

说明日美半导体竞争达到了需要使用“战争”来

表现的紧迫状态。显然，这是一场美国主导、以

半导体芯片为焦点的高技术产业战争。 

然而，日美半导体贸易摩擦显然不是孤立的，

半导体摩擦仅是日美之间一系列贸易摩擦和高技

术摩擦中最引人注目的一个环节。整个日美贸易

摩擦和技术摩擦的历史背景是：自从明治维新以

来，“日本最初是学习德国、接着学习美国，到

了 20 世纪 80 年代日本实现了人类社会史上罕见

的、比欧美更完善的现代工业体系和大量生产社

会，达到了德、美等任何国家都未能达到的高度

的工业化水平。”
[10]

对于当时情景，日本媒体是这

样描述的：“在 1980 年代世界经济中一枝独秀的

不是美国，而是日本。在纺织、钢铁、造船、家

电、汽车和半导体等制造领域，美国完全输给了

日本。”
[11]

当时，日本的工业品大举涌入美国市

场，以致在美国的城市和乡村公路上行驶的汽车，

商店里陈列的商品，到处都充斥着日本货和日本

商品广告，美国人反映日本货质量好，可以信得

过。但美国的某些议员和政府官员对日本货的态

度却有很大不同，他们担心美国的贸易赤字有增

无减，特别是对日贸易逆差不断扩大（在 1985 年

达到 500 多亿美元），会影响到美国的“世界老

大”的地位，因此必须下手狠狠教训一下这个过

于张扬的“世界老二”。与日美间发生贸易摩擦的

商品从汽车、家用电器等扩大到电子计算机、集

成电路等高科技领域，而日本在半导体、计算机

等高科技产品领域赶超美国，尤其不能让令美国

容忍，这就是日美半导体贸易摩擦和高技术摩擦

之激烈程度被形容为“半导体战争”的根本原因。

①目前我国内还不具备 300 毫米硅片的生产能力，一直依赖进口，国内的总需求约为 45 万片/月，预估到 2020 年我国 300 毫

米硅晶圆月需求量为 80-100 万片。
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（一）“半导体战争”

在日美半导体贸易摩擦中，美国狮子大开口，

对日本提出了一系列蛮横的要求。1982 年美国商

务部表示，将调查日本的芯片商对美国的廉价倾

销。日本通产省马上下达了出口指南，要求日本

半导体企业自动减少对美出口，自动提高对美出

口价格。其后，美国又要求日本公开“超大规模

集成电路（VLSI）技术研究组合”（1976-1980 年）

的一千多项专利，全面废除日本半导体关税等。

1985 年 6 月，美国半导体产业协会 (SIA) 向美国

贸易代表办公室就日本电子产品的倾销提起了 301

条款起诉，
①

把矛头直指日本政府。同年由美国一

手导演的“广场协议”
②

导致日元大幅度升值，又

迫使日本厂商大幅度提高了出口价格。在美国政

府强力施压之下，日美两国于 1986 年初签订了为

期 5 年的《日美半导体保证协定》（到 1991 年 7 月

31 日止）。该协定的主要内容包括：日本扩大外国

半导体企业进入日本市场的机会 ; 为了事先防范倾

销行为，日本政府要监控向美国以及第三国出口半

导体的价格等情况，等等。这意味着日本的半导体

存储器生产被剥夺了经营的自由，完全置于日美两

国政府的监视之下。就在日美半导体协定签署后不

久的 1987-1988 年，在美国国防部高级研究计划局

的资助下，14 家在美国半导体制造业中居领先地

位的企业组成并开始运作“半导体材料技术联盟”

（Sematech） ，其宗旨是解决美国半导体企业的共同

的制造技术课题（如研发极紫外光刻用的光掩模、

光刻胶，以及半导体器件的结构、测试、制造等方

面的先进技术），以恢复在 20 世纪 80 年代中期被

日本半导体企业超过的美国半导体产业竞争力。在

美国官民一体努力下，美国在世界半导体市场的占

有率于 1993 年重新超过日本。
[12]

1989 年美国进一步迫使日本签订《日美半导

体保障协定》，开放日本半导体产业的知识产权、

专利。1991 年日美达成的《第二次半导体协议》，

明确规定美国半导体产品在日本国内的市场份额

从 原 先 的 10% 提 升 至 20%。 到 了 1996 年 7 月，

尽管日美《第二次半导体协议》五年期满，双方

在半导体市场份额的统计方式等问题上依然存在

着严重分歧。最后，鉴于半导体和计算机等高科

技发展的形势发生了很大变化（包括美国凭借微

处理器技术已经在半导体市场占有率方面压倒了

日本；日本与欧盟联手即将召开“世界半导体多

边会议”；韩国、台湾地区在半导体存储器领域对

日本的猛烈追赶等），美国放过了日本，没有续签

第三次半导体协议。

在 20 世 纪 90 年 代， 随 着 个 人 计 算 机 的 普

及，对微处理器（MPU）的市场需求大增，1993

年美国凭借其先进的微处理器技术，从发展趋势

上压倒日本，在半导体市场占有率方面又重新夺

魁，特别是美国英特尔公司从日本的 NEC 公司手

里夺回了“世界最大半导体芯片企业”的桂冠一

直至今。
[13]

日美半导体产业的地位逆转，固然有

计算机产业发展变化的具体原因，特别是由于个

人电脑的大普及，使美国擅长的微处理器芯片的

市场需求迅速增加，而微处理器芯片的附加价值

比日本擅长的存储器芯片要高 10 倍之多（按一枚

硅单晶圆片的销售额计算）。然而，另一个重要原

因在于，冷战结束以后，美国实施“军转民”战

略，把一部分用于军事产业的研究开发力量调遣

①“301 条款”是美国《1974 年贸易法》第 301 条的俗称，一般而言，“301 条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违

反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款，该条款是美国政府针对损害美国贸易利益和商业利益的外国政府的

行为、政策和做法进行调查、报复和制裁的手段，其本质是美国强权政治和单边主义做法在外贸领域的体现，利用贸易政策推行

其价值观念的一种手段，即通过强化美国对外贸易协定的实施，扩大美国海外市场，迫使其他国家接受美国的国际贸易准则，以维

护美国的利益。

② 1985 年 9 月 22 日，美国、日本、联邦德国、法国以及英国的财政部长和中央银行行长在纽约广场饭店举行会议，达成五

国政府联合干预外汇市场，诱导美元对主要货币的汇率有秩序地贬值，以解决美国巨额贸易赤字问题的协议。因协议在广场饭店

签署，故该协议又被称为“广场协议”。“广场协议”签订后，上述五国开始联合干预外汇市场，在国际外汇市场大量抛售美元，导

致美元持续大幅度贬值。美元兑日元汇率从 1985 年 9 月的 1美元兑 250 日元下降到 1987 年的 1美元兑 120 日元。在不到三年的时

间里，日元对美元升值了一倍。
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回民生产业领域来，从而使日本在冷战时代特定

条件下、对不堪军备竞赛重负的美国的暂时性竞

争优势的“水份”趋于消失。总之，“日美半导体

战争”以美国全胜而落下了帷幕。

（二）IBM 商业间谍案

半导体产业与计算机产业相互关联，存在着

非常密切的关系，集成电路是构成计算机的运算

电路、存储器等的基础，这就不奇怪在日美之间

为什么“半导体战争”与“计算机战争”几乎并

行发生，而且在计算机领域的日美摩擦或“战争”

甚至比半导体战争表现得更为凶险，特别是在 20

世纪 80 年代前期日美之间发生了被美国媒体称

为“新珍珠港事件”“20 世纪最大的商业间谍案”

的 IBM 商业间谍案。1982 年 6 月美国联邦调查局

(FBI) 以非法复制 IBM 公司的操作系统为由，逮捕

了日立制作所和三菱电机的 6 名社员，并向其他

几位日本计算机公司的社员发出了逮捕令。当日

本精英社员被戴上手铐的姿态出现在美国和日本

的电视上，顿时在日本和国际社会上引起了很大

冲击。

IBM 商业间谍案的原委是这样的：从 20 世

纪 60 年代后半期至 70 年代，美国 IBM 公司日益

显示出非常强大的技术实力，以高达 70% 的市场

占有率称霸世界大型计算机市场。如前所述，为

了与 IBM 对抗，日本通产省在 1971 年将日本主

要计算机企业编成三组（富士通与日立、三菱电

机与冲电气、日本电气与东芝），共同开发对抗

IBM370 系列的计算机。其中，成果比较显著的日

立与富士通共同开发了 M 系列计算机，可与 IBM

计算机“兼容”（亦称可以“互换”），所谓与 IBM

机“兼容”的计算机，就是能够直接用 IBM 计算

机的操作系统等软件来驱动的计算机，而且可直

接连接 IBM 计算机使用的所有外围设备，这种把

自己计算机的硬件乃至操作系统都做得与 IBM 计

算机雷同，以便免费利用 IBM 为计算机开发的

所有软件的做法显然是一种“白蹭车”的占便宜

行为，而为了制作“抄袭”IBM 计算机的“兼容

机”，曾坚持“纯国产”路线的富士通居然也改

变做法，与美国的一家由 IBM 公司原雇员创立的

IBM 兼容机制造商阿姆达汝（Amdahl Corporation）

公司合作，日立也与一家技术咨询公司缔结大型

机咨询合同以获取 IBM 的情报。

过去，当日本的计算机技术比美国落后很多，

而且人们对计算机软件的重要性缺乏认识（很多

人甚至把计算机软件仅仅视作为“计算机的说明

书”）的情况下，IBM 公司对于日美等国的兼容

机公司实质上的抄袭行为采取了容忍态度。然而，

随着 1975 年富士通的 M190 投放市场，富士通与

日立合作开发了从大型机到小型机均与 IBM370

的各机型对应的计算机系列，M 系列以其既能与

IBM 机兼容，又具有故障少、价格低，甚至在硬

件方面超过了 IBM 等优点，逐步挤占了 IBM 的市

场份额，特别是掌握了 IBM 核心技术的富士通公

司，在 1979 年度的销售额首次打败 IBM，一举跃

居日本计算机市场的首位。这种发展势头令美国

计算机业界深感危机，如何对抗在半导体、计算

机等电子产业已成为强大竞争对手的日本，成为

当时美国朝野上下的重要政策课题。然而，对于

从 1968 年以来一直苦于被《垄断禁止法》扼住

咽喉的计算机产业“巨人”IBM 而言，日本计算

机厂商的奋力赶超让其深感压力。面对在大规模

集成电路的研发竞争中败北、计算机市场越来越

被日本瓜分的严峻现实，美国政府产生强烈的危

机感，在以标榜“强大美国”而登场的里根政权

上台后，美司法部于 1981 年 1 月撤回《垄断禁止

法》的相关诉讼，对 IBM 等美国厂商实行“司法

援助”，并依据 1980 年修改的著作权法，认可计

算机程序也具有著作权。

在“计算机程序不具有著作权”这种概念盛

行的 20 世纪 70 年代，IBM 计算机的操作系统等

软件谁都可以免费利用，而有了著作权法的保护，

IBM 意识到可以在操作系统等计算机软件上“留

一手”，以著作权法为盾牌，使其他计算机公司不

得随意接触其核心技术，难以轻而易举地进行实

为抄袭的“兼容”。

1981 年，IBM 公司发表了新型 3081K 大型机，

其特点是，将地址位数扩展至 31 位，将操作系统

的一部分“固件化”（一部分接口信息“固化”到

半导体器件中），从而使兼容机制造商难以解读其

操作系统的全部内容。面对 IBM 给兼容机企业制

造的障碍，日立、三菱等公司的技术人员非常着

急，就想利用与其有长期交易关系的技术咨询公

日本半导体产业发展与日美半导体贸易摩擦



31日本研究·2018 年第 3 期

司的渠道来获取 IBM 的机密资料，然而却不料辗

转陷入了曾经是 IBM 公司雇员的美国联邦调查局

（FBI）秘密调查官设下的圈套。从 1981 年 11 月

开始，FBI 调查官与日立、三菱的雇员频频接触，

日立为获取机密情报分 11 次总共向美方 FBI 调查

官支付了 54.6 万美元（相当于 1.6 亿日元），三菱

支付了 2.6 万美元。日本人没有料想到 FBI 对日美

双方人员每次接头和谈话都进行了录音监控，FBI

在取得了足够证据以后，并没有立即出手，因为

FBI 需要证明该案是日立公司“整个企业的犯罪”，

便以“此笔交易需有地位高的人物做保证”为由，

成功地把日立公司神奈川工厂厂长也诱请到美国。

1982 年 6 月下旬的一天，FBI 精心安排了匿名调

查官与日立公司雇员秘密交易 IBM 机密情报的一

幕，立即逮捕了到场的日立公司雇员，同日在旧

金山国际机场又逮捕了带着窃取的 IBM 机密情报

准备回国的三菱公司的工程师。

IBM 商业间谍案被破获的结果，日立和富士

通公司支付了巨额赔偿金，仅 1983 年，日立公司

就向 IBM 支付了约 100 亿日元的技术使用费，富

士通公司的支付额也高达 21 亿日元。1984 年 IBM

对日立和富士通进行了入内调查，日立公司还接

受 IBM 公司的监视长达 5 年之久。至此，电子计

算机产业的“日本军团”被纳入 IBM 麾下，旷日

持久的“计算机战争”以美国 IBM 的全胜而落下

了帷幕。

（三）东芝事件

在 20 世 纪 70、80 年 代， 日 美 之 间 发 生 了

“东芝机械公司违反‘巴统’规定事件”。其背景

是在美苏核军备竞赛中，双方都感到洲际弹道导

弹、战略轰炸机难以躲避敌方雷达发射电波的监

视，而能够隐藏在电波不能穿透的海底深处的核

潜艇成了最有力的核导弹发射平台。然而核潜艇

唯一露马脚的是它所发出的声音（特别是螺旋桨

的声音），故而军事专家认为“潜艇不出声音的问

题是海底战争中的一个生死问题”，“美苏的许多

核潜艇携带着数以百计的洲际导弹弹头，有没有

声音成了世界末日方程式的一个重要因素”。当

时，在数量上大大超过美国的苏联核潜艇由于失

之于噪音，常常被美国反潜系统发现，正是在这

个节骨眼上，苏联看中了日本高度发达的民用数

控机床技术，设法在 1982 年至 1983 年期间从日

本“东芝机械”公司进口了 9 轴数控机床装置及

软件（轴数越多，就越能够高精度高效率地加工

复杂形状的零部件，当时的巴黎统筹委员会只许

向社会主义国家出口 2 轴数控机床）。通过利用日

本的高端机床改进潜水艇的螺旋桨，苏联大大减

轻了潜水艇噪音，而东芝到了 80 年代后半期，美

国海军突然发现其核潜艇对苏联核潜艇的能探知

范围减小了 50%，这立即引起了美国军方和情报

机构的警觉。1985 年底这项瞒过日本通产省检查

的违禁出口被充当中间商的日本和光交易公司驻

莫斯科事务所所长告发，获得密告的美国政府于

1986 年秋将此案转告日本政府要求进行调查，日

本通产省稍作调查后答复说“无违禁事实”，在

美国政府的强烈要求下，日本政府于 1987 年 3 月

再次调查此案，发现确有问题，警视厅立即逮捕

了东芝机械公司的两名干部，对公司本部和一些

有牵连的干部住宅进行了搜查。作为“东芝机械”

母公司的东芝公司的会长、社长先后引咎辞职，

东芝公司被禁止在 2-5 年内向美国出口任何产品。

美国一些国会议员仍不依不饶，批判日本说：“这

次事件恰好证明了列宁所说的，资本家由于太贪

婪，连我们准备用来绞死他们的绞索都会卖给我

们！”还有些国会议员在白宫门前用斧头猛砸东芝

公司制造的收录机、电视机等产品，以发泄心头

之愤。

三、日美半导体摩擦和高技术摩擦的背景与

原因分析

从日美第一次半导体协定使日本的半导体存

储器生产被剥夺经营自由长达 10 年，到 IBM 商业

间谍事件导致日本计算机公司的 6 名社员被美方

诱捕，可以看出美国整治日本下手够狠，其主要

原因在于以下五点：

第一、如上所述，在 20 世纪 70 后半期至 80

年代，日本集成电路产业发展速度惊人。以最

流行最前端的 256K 位 DRAM 为例，日本在全球

市场和美国市场的比例居然分别跃升至 80% 和

90%，全球三大顶级芯片制造商日本电气、东芝

和日立都是日本的企业，使日本以半导体芯片为

核心的电子产品质优价廉，深受美国消费者欢迎。

日本半导体产业发展与日美半导体贸易摩擦
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日本电子产品还风靡很多国家，在全世界挑战美

国，致使美国的电子产业受到严重打击，尤其是

半导体芯片工业出现了大量亏损，这不能不激起

美国从警惕和焦虑发展到愤怒和反击。在此背景

下，半导体摩擦成为当时日美媒体炒作的一个热

门话题。1985 年 , 日本半导体产品遭美国反倾销

调查，成为日美半导体战争的起点。 

第二、在美国看来，日本集成电路产业得以

迅速发展的一个重要原因在于日本在半导体、计

算机等高科技领域占了美国很大便宜。自发明晶

体管以来，美国企业在集成电路等新半导体产品

的基础研究领域投入了大量的资源，发挥了卓越

的作用，特别是美国企业为军用目的承担了设计

新尖端产品的任务和支持新尖端产品成为可能的

基础研究。而日本的半导体和计算机企业则充分

利用了二战后 20 多年时间里美国对日本在技术上

的宽容与大方（其背景是日本与美国结成了军事

同盟关系），导致日美之间的技术转移一直处于

“单向”的而不是“双向”（相互）的状态。日本半

导体和计算机企业得以“尽情”搭便车，把主要

力量和资源放在开发半导体工艺和生产技术方面，

不断利用美国深入研究和设计的成果，以低成本

生产出高质量的半导体产品，以较短时间占领大

部分半导体产品的市场份额。

第三、半导体产业是最重要的高科技产业之

一，该产业为众多高科技产业和耐用消费品产业提

供中间产品，特别是作为电子计算机设备、电信设

备、与电相关的耐用消费品的核心器件。半导体产

业在所有产业中属于研发活动最密集的行业之一。

美国认为在尖端的半导体存储器领域的失败，不

仅意味着整个半导体领域的失败，而且将可能威

胁到作为美国“战略产业”的计算机产业的优势。

特别是 1983 年美国总统提出“星球大战”计划以

来，美国军方高度关注包括“利用硅半导体等的

LSI 的读写两用存储器”“用于图像处理的半导体器

件（CCD 等）”砷化镓等化合物半导体器件、砷

化镓晶片等半导体产品的军用价值。
[14]

总之，半

导体和计算机产业对于美国来说是一个战略性产

业，半导体关系到美国的盛衰。与此同时，由于

半导体、精密机床等高科技产品都是所谓“军民

两用技术”，美国十分担心日本的电子、半导体等

高科技有可能泄露给苏联以及其他“共产党国家”

（在一个时期，日本东京的秋叶原电子街甚至被说

成是“间谍的天堂”）。

第四、美国对日本政府强力干预本国半导体产

业的发展感到不满。由于日本半导体产业发展起步

晚，政府从半导体发展开始阶段就对其实行了积极

的产业政策和严格的贸易保护，设立高关税和限制

半导体产品的进口，阻止外国企业的进入。即使允

许外国企业进入，也以专利和技术援助为条件，这

被美国认为是日本强迫外国企业转让技术。其中一

个典型事例就是围绕美国德克萨斯公司进入日本问

题 , 1964 年集成电路发明者基尔比所在的美国德州

仪器公司向日本政府提出，要在日本设立全资公司

生产芯片，由于日本企业此时尚未启动芯片的生

产，出于培育国内半导体产业的考虑，通产省对德

州仪器公司在日本设厂的申请极力拖延，经过长达

4 年的拉锯谈判之后，1968 年日本政府同意德州仪

器公司通过和索尼组建合资公司的方式进入日本市

场，并附有苛刻的 IC 集成电路制造技术转移条款

和市场份额限制。尤其甚者，1976-1980 年日本的

“超大规模电路研究组合”更是被美国认为是政界

和财界勾结的象征，是不公平的“日本（国家）株

式会社”。其实，美国对半导体等高技术领域也实

施了产业政策。美国不满日本实施产业政策，可以

说是“只许州官放火不许百姓点灯”，而美国一贯

认为自己霸道是“理所当然”的，美国占优势的战

略性产业是不容挑战的，这些产业的标准、核心技

术和市场必须由美国企业或美国政府来掌握。

第五、美国在半导体产业领域打压日本，实际

上是美国作为“世界老大”在经济方面打压全方位

追赶美国的“世界老二”日本（日本早在 1968 年

就超过西德成为西方世界的“老二”）的一环。当

然，这里既要看到美国打压日本的一面，也要看

到日本挑战美国的一面。战后日本在工业化方面

是最成功的追赶者，有日本学者称：“到了（20 世

纪）80 年代日本实现了人类社会史上罕见的、比

欧美更完善的现代工业体系和大量生产社会，达到

了德、美等任何国家都未能达到的高度的工业化

水平。”
[15]

对于当时情景，日本媒体描述说：“在

1980 年代世界经济中一枝独秀的不是美国，而是

日本。在纺织、钢铁、造船、家电、汽车和半导体

日本半导体产业发展与日美半导体贸易摩擦
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等制造领域，美国完全输给了日本。”随着日本在

众多制造业领域大量出口，赚取和积累了大量美

钞，一些日本人甚至狂妄地声称要把美国买下来，

让 21 世纪成为“日本的世纪”，这导致战后曾经

大力扶持日本的美国感到需要狠狠地敲打一下这

个“得志便猖狂”的昔日战败国。随着日美在半

导体等很多领域的贸易摩擦日趋激烈，在美国开

始出现“日本威胁论”，有关“美日半导体战争”

的书籍充斥美国各大书店，有的美国学者甚至称

“日本人将吃掉我们的午餐”，警告日本“别动他

人的饭盒”！
[16]

1985 年和 1988 年美国迫使日本接

受“广场协议”（在两年半时间内使日元兑美元的

汇率由 1 美元兑 237 日元大幅升值至 1 美元兑 120

日元）
①

和“巴塞尔协议（要求银行的资本充足率

不低于 8%）等措施，把因为有些经济成就而变得

趾高气扬的日本狠狠地教训了一次。

结语

从日美半导体与高技术摩擦的激烈程度可以

看出，美国对追赶它最紧的国家的高科技发展

盯得很紧，但美国不至于“平白无故”地下狠手

整别国特定的高技术企业，它是有底线的。这就

是：（1）不能侵犯它的知识产权；（2）不能“窃

取”它的技术；
②

（3）不能将敏感技术出售给它

的“战略对手”等。一旦触碰上述底线，它的手

段会很阴很狠，甚至不择手段，对此我们应该提

高警惕。在这里特别需要注意上述底线的第（3）

条——“不能将敏感技术出售给它的战略对手”，

随着中国在 2010 年取代日本成为世界第二经济大

国，并迅速发展军事实力，美国在近年提出的安

全战略报告已经把中国作为美国的“战略对手”，

这意味着美国会直接把“不能将敏感技术出售给

中国”作为它的底线。为此，我们对美国必须放

弃幻想，准备斗争。与此同时，必须指出与当年

作为美国的从属同盟国日本不同，中国已经是一

个综合国力远超当年日本的、独立自主的大国，

无论美国以何种手段打压中国，也压不垮我们，

反而会刺激中国发展得更快，并且产生“飞去来

器”效应，严重伤害到美国自身。与当年在美国

面前无还手之力和讨价还价余地的日本不同，中

国对美国拥有强大的还手之力，当然也有很大的

讨价还价空间。
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Japan's Semiconductor Industry Development and Japan-US Semiconductor Trade Friction

Feng Zhaokui

Abstract: After the Second World War, the Japanese semiconductor industry experienced a development track from  

transistors to integrated circuits. After efforts in the 1970s and 1980s, the level of semiconductor technology  surpassed 

that of the United States, which has been the world leader. In order to suppress Japan, the United  States adopted strong 

repressive measures, which led to the fierce trade friction between Japan and the United  States. After two " the Japan-

United States Semiconductor Agreement" signed, the United States won the "Japan- US Semiconductor War" in the 

1990s. However, the Japanese semiconductor industry has not been completely  destroyed, still occupying a considerable 

share of the world market.Semiconductor trade friction is the most  striking part of a series of trade frictions and high-

tech friction between Japan and the United States. The  essence of Japan-US semiconductor trade friction is that the 

United States has restrictions on the development  of high-tech in the late-developing countries; the measures of both 

sides and the final results of negotiations  involve important implications for China.
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